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SOP-8 塑封封装 N 沟道双芯片场效应管。

使用先进沟槽工艺制造而成，拥有良好的 参数和极低的栅极电荷。
用于作负载开关或脉宽调制应用。
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见印章说明

描述 / Descriptions

特征 / Features

用途 / Applications

内部等效电路 / Equivalent Circuit

引脚排列 / Pinning

印章代码 / Marking
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参数 符号 数值 单位
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参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

静态参数

动态参数

Ω

开关参数

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25℃)
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电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve
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电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve
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外形尺寸图 / Package Dimensions
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印章说明 / Marking Instructions

说明：

： 为公司代码

： 为型号代码

： 为生产批号代码，随生产批号变化。

****
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回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

说明：

、预热温度 ～ ℃，时间 ～ ℃

、峰值温度 ± ℃，时间持续为 ± ± ℃ ±

、焊接制程冷却速度为 ～ ℃ ℃

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度： ± ℃ 时间： ± ℃

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装

封装形式

包装数量 包装尺寸 ：

只 卷盘 卷盘 盒 只 盒 盒 箱 只 箱 盒 箱

〞

使用说明 / Notices


